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Manz亚智科技推进国内首个大板级扇出型封装示范工艺线建设  

加入广东佛智芯微电子学、研、产整合链，助力FOPLP产业化发展 

 

全球领先的高科技设备制造商 Manz 亚智科技，交付大板级扇出型封装解决方案于广东佛智芯

微电子技术研究有限公司（简称佛智芯），推进国内首个大板级扇出型封装示范线建设，是佛

智芯成立工艺开发中心至关重要的一个环节，同时也为板级扇出型封装装备奠定了验证基础，

从而推进整个扇出型封装（FOPLP）行业的产业化发展。 

5G、云端、人工智能等技术的深入发展，使其广泛应用于移动装置、车载、医疗等行业，并已

成为全球科技巨擘下一阶段的重点发展方向。而在此过程中，体积小、运算及效能更强大的芯

片成为新的发展趋势和市场需求，不仅如此，芯片封装正在朝将更多芯片整合于单一封装结

构，实现异质多芯片整合的方向发展，即达到多芯片封装体积缩小同时效能大幅提升。 

作为异质整合封装的新兴技术，扇出型封装技术发展至板级主要是能以更大面积进行生产，既

可以进一步降低生产成本又能达到市场端的对芯片效能的需求，已成为先进封装技术中是最有

潜力能够提供异质整合同时降低生产成本的技术平台。根据 Yole 的报告，板级扇出型封装未

来全球 5 年的年复合成长率可高达 30%，2024 年全球产值预期可达 457 百万美元。 

广东佛智芯微电子技术研究有限公司(简称佛智芯)是广东省半导体智能装备和系统集成创新中

心承载单位，由广东省及其地方政府、国内半导体装备龙头企业、科研院所等共同出资建设，

在产学研领域拥有雄厚实力。其重点目标是发展板级扇出型封装共性技术研发中心和建立产业

化平台，近期建立的大板级扇出型封装示范工艺线，将成为该目标的重要里程碑之一，并奠定

了国内板级扇出型封装产业链在制造、设备、材料的成长。 

 

Manz 此次交付于佛智芯的装备线，以坚实的设备能力，为其工艺开发中心导入黄光制程设

备，完善了佛智芯在公共服务平台中至关重要的设备验证环节，不同的客户可依据其制程及材

料在装备线得到产前打样验证，以此推动封装领域中制造成本相对较低的板级扇出型封装产业

化解决方案。Manz 在产业中的经验丰富，装备及制程稳定性高，也可与制造商共同发展配合

不同产业、不同客户提供解决方案，如 PCB 载板制造商/ 半导体封装厂/显示面板制造商可利

用现有设备同时加上电镀线进行优化。连同佛智芯学、研、产的整合，还将实现示范工艺成果

产业化落地，意味着 Manz 将与其共同推进 FOPLP 产业化发展。通过与佛治芯的合作，双方可

为想要投入 FOPLP 开发的制造商进行先导计划的可行性评估、试验、专利、技术输出到量产

前的测试。 
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此外，凭借在行业中的丰富经验，Manz 还具备以下优势： 

• 在 FOPLP 整体制程中，可提供后端黄光制程整体解决方案，并可提供量产前打样，使

客户降低量产前的材料、制程、设备整合及验证投资，同时降低量产前风险。 

• 可提供 RDL 黄光制程技术解决方案及自动化/CIM 整合，设备可依客户需求提供批次式

或是连续式，甚至可规划 RDL 制程段整线优化输出 

FOPLP 技术重点之一在于同质、异质多芯片整合，而其中 RDL 是实现该技术的重要环节，

Manz 掌握的 RDL 电镀及铜蚀刻技术的独特优势如下： 

• 开创业界无治具垂直电镀线，具备优异的电镀均匀性（>90%）及填孔能力（孔径小于

20um） 

• 垂直电镀铜线不需使用治具，减少维修成本 

• 模块化设计操作及维护具备便利性 

• 适用于不同基板：FR4 铜箔基板、钢板及玻璃基板。其中玻璃基板的应用，可让计划跨

入先进封装领域的显示器面板制造商，补足其对于在线性电镀的工艺经验 

• 铜蚀刻线：Manz 的装备具有化学药液和工艺的最佳结合，可确保完全去除铜种子层并

有选择性地进行铜蚀刻，铜蚀刻均匀性达 93%.  

• 以 Manz 软硬件的整合实力，可提供传输设备及 CIM 系统（Computer Integrated 

Manufacture－计算机制程整合）为进一步走向工业 4.0 

Manz 亚智科技总经理林峻生先生表示：“凭借 30 年的丰富行业经验，Manz 认识到 FOPLP 技

术的优势已成为业界不容忽视的重点。此次与佛智芯的合作无疑是推进 FOPLP 向下一阶段发

展的最好方式，Manz 将与其携手，通过产、学、研的整合，实现成果产业化落地，进一步推

动 FOPLP 行业发展。“ 

广东佛智芯微电子技术研究有限公司副总经理林挺宇博士表示：“ 佛智芯是广东省半导体只能

装备和系统集成创新中心承载单位，旨在通过整合产学研，将示范线公益成功产业化落地。携

手 Manz 亚智科技打造工艺开发中心，能够全方位的推进国内板级扇出型封装建设，打造国际

一流的研发中心和产业化平台。” 
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